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Berechnung und Thermographie
von Stromen auf Leiterplatten

,Uber mehrere Jahrzehnte hinweg haben
sich zwei Generationen von Ingenieuren bei
der Berechnung der Stromtragfihigkeit von
Leiterplatten an vorgegebenen Kurven vor
allem aus der IPC-Norm orientiert®, erldu-
tert Lothar Oberender, titig in Forschung
und Entwicklung bei Hausermann. Jedoch:
Mittlerweile konnte in einer Reihe von Un-
tersuchungen nachgewiesen werden, dass
die daraus angewandten Kurven und For-
meln aus der IPC 2221 A und der DIN IEC
326 mehr oder weniger fehlerhaft sind.
,Dass die Funktionalitit dieser falsch di-
mensionierten Baugruppen dennoch gege-
ben war liegt darin begriindet, dass haufig
unbewusst iiberdimensioniert wurde®, weifs
er zu berichten. Ganz klar, dass der osterrei-
chische Platinenhersteller Abhilfe schaffen
will: ,,Unser Ziel ist es, eine auf empirisch er-
mittelten Werten basierende Formel sowie
ein darauf aufbauendes Berechnungstool zu
entwickeln, welches den Einfluss der Geo-
metrie selbst sowie die in diesen Geometrien
eingesetzten Materialzusammensetzungen
und Aufbauten beriicksichtigt.“ Studien hat-
ten in diesem Zusammenhang belegt, dass
ein universell giiltiges Tool die Untersu-
chung von mehr als 100 unterschiedlichen
Aufbauten voraussetzt. Dem ,,praktischen*
Nachweis der Ergebnisse dient die nahelie-
gendste Methode, die Auswertung mittels
Thermographie. Bei der Thermographie von
mit Strom beaufschlagten Kupferstrukturen
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Kurven aufnehmen und mathematisch ana-
lysieren konnen, und: ,,Unterschiedliche Ge-
ometrien miissen in Korrelation, gebracht
werden konnen.“ Sind diese Forderungen
erfiillt, dann ,bestitigt die Thermographie
eindrucksvoll die Ergebnisse aus der Berech-
nung": Das Volumen der Profile in Verbin-
dung mit der lateralen Ausdehnung der 70
Mikrometer feinen Strukturen spiegelt sich
in der Temperaturerhohung gegeniiber der
Umgebungstemperatur bei der Einzelbeauf-
schlagung der unterschiedlichen Segmente
mit jeweils 30 Ampere systematisch wieder.
Auflerdem: ,Werden alle vier Segmente
gleichzeitig mit 30 Ampere belastet, erken-
nen wir neben der zu erwartenden gegensei-
tigen lateralen Erwarmung auch den Unter-
schied der Volumen- und Flichengeometrie
beziiglich der lateralen Ausbreitung der
Wirmemenge. Nach Erreichen des ther-
mischen Gleichgewichtes lassen sich vor-
handene Defizite des partiellen
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Die Abbildungen zeigen die Thermo-
graphie von vier Strompfaden mit
jeweils 30 Ampere in zwei
unterschiedlichen Varianten: Alle vier
Strompfade sind einzeln mit je 30
Ampere beaufschlagt (0.). Alle vier
Strompfade sind parallel mit insge-
samt 120 Ampere beaufschlagt (u.).
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